
The Dynaloy 325 Series consists of two different products varying primarily in viscosity: Dynaloy 325, 
and 325‐2. These epoxy adhesives are two component pure silver filled epoxies, which combine the 
excellent adhesive proper es of the epoxies with the electrical conduc vity of pure silver. They are 
easy to use because equal amounts of Part A & Part B are mixed together. Dynaloy 325 is a thixotropic 
to self‐leveling material. Dynaloy 325‐2 is a self‐leveling material.  

Dynaloy™ 325 Series 
––– 
Silver Epoxy Adhesives 
 

APPLICATIONS: 

RFI and EMI shielding  

Chip bonding for discrete devices and hybrid circuits  

Connec ng ground wires to components and making conduc ve lines  

Connec ng heat sensi ve components to printed circuit boards  

Bonding wave guide plumbing; hybrid circuit assembly  

Replace metal solder where temperature or convenience of applica on is required  

TYPICAL PROPERTIES 

  Dynaloy 325  Dynaloy 325‐2  

Physical Form   Silver Paste   Flowable Paste  

Volume Resis vity (@25°C ohm‐cm Room Cured)   .006   .006  

Volume Resis vity (@25°C ohm‐cm Heat Cured)   .003   .003  

Tensile Sheer Strength psi (@25° C)   1200‐2500   1200‐2500  

Shelf Life (room temperature)   5 months   5 months  

Pot Life (room temperature)   1‐2 hours   1‐2 hours  

Thermal Conduc vity approx:  cal/sec‐cm‐°C  25 x 10‐4   25 x 10‐4  

Opera ng Temperature Range   ‐60°C to 175°C   ‐60°C to 175°C  

CAUTION: 

Avoid skin and eye contact. Wash off affected area with soap and water. Refer to MSDS before use or disposal. 

HOW APPLIED: 
1.  Mix equal quan es of Part A and Part B using either weight or volume. Mix about 1‐2 minutes.  

2.  Clean all surfaces of dirt, oil or any other foreign ma er. Apply with spatula, knife, roller, or other convenient method of applica on.  

3.  Cure 24 hours at room temperature or 2 hrs. at 60°C for op mum proper es. Accelerated curing can be achieved in 15‐20 minutes at 
150°C.  

4.  May be used as a conduc ve coa ng by adding small amounts of Toluene, Xylene or Solvesso 100 to the mixture of Part A and Part B 
to lower the viscosity. Allow to air dry if you intend to heat cure.  

5.  Cured systems may be dissolved or removed with Dynasolve 185 or Hot Decap.  

6.  Silver may be reclaimed from cured systems with Decap.  

Versum Materials Dynaloy technical support: (317) 788‐5694 



 

 

The informa on contained herein is offered without charge for use by technically  
qualified personnel at their discre on and risk. All statements, technical informa on 
and recommenda ons contained herein are based on tests and data which we believe 
to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and no 
warranty of any kind is made with respect thereto. 
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